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@ Procédé de réalisation d'une carte & mémoire électronique et cartes 4 mémoire électronique obtenue par la mise en

oeuvre dudit procédé.

Procédé de réalisation d'une carte & mémoire électronique
et plus particulierement d’un module électronique.

On part d'une bande métallique (10) dans laquelle sont
définis une pluralité de cadres conducteurs (A). On fixe sur la
face externe (10a) de la bande (10) une bande isolante (50) qui
laisse dégagées les plages externes (20a & 34a) du module
électronique. Dans les étapes suivantes on fixe la pastille
semi-conductrice sur la face interne du cadre conducteur et on
sépare, par découpage, le cadre conducteur (A) du reste de la
bande (10).
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Description

" PROCEDE DE REALISATION D'UNE CARTE A MEMOIRE ELECTRONIQUE ET CARTES A MEMOIRE ELECTRONIOUE
OBTENUE PAR LA MISE EN OEUVRE DUDIT PROCEDE

La présente invention a pour objet un procédé de
réalisation d'une carte & mémoire électronique et
une carte électronique obtenue par la mise en
oeuvre dudit procédé.

Comme cela est bien connu une carte & mémoire
électronique comprend essentiellement un corps de
carte réalisé en général en un matériau plastique
dans lequel est fixé un module électronique. Le plus
souvent le module électronique comprend un élé-
ment de circuit imprimé . Sur la face externe du
circuit imprimé sont réalisées des métallisations qui
definissent les plages externes de contact électri-
que de la carte. Sur la face interne du circuit
imprimé est fixée une pastille semi-conductrice dont
les bornes sont reliées électriquement aux plages
de contact par différentes techniques. Les plages
externes servent a réaliser une liaison électrique
entre le circuit de la carte et un lecteur de cartes.

Cependant le circuit imprimé est relativement
onéreux d’une part parce qu'il comporte un support
isolant dont le prix n'est pas négligeable et d’autre
part, et surtout, par ce que la définition géométrique
des différentes métallisations réalisées sur le sup-
port isolant est obtenue par gravure chimique d’une
couche de métallisation déposée de fagon uniforme
sur le support isolant. Or la gravure chimique est une
opération onéreuse.

Pour diminuer le prix du module électronique on a
déja proposé dans la demande de brevet européen
254,640 de remplacer le circuit imprimé par un cadre
conducteur (en anglais lead-frame). En d’autres
termes le module électronique est constitué par un
ensemble de conducteurs électriques sensiblement
plans sur lequel est directement fixée la pastitle
semi-conductrice. Les différents conducteurs élec-
triques sont obtenus par découpage ou poingon-
nage d'une bande métallique continue, ce qui évite
ainsi I'opération de gravure chimique.

La présente invention a pour objet un nouveau
procédé de réalisation de carte, et plus particuliére-
ment de réalisation du module électronique, qui
utilise également un cadre conducteur, et qui facilite
la mise en place du module électronique dans le
corps de carte.

Pour atteindre ce but le procédé de réalisation
d’une carte & mémoire électronique comprenant un
module électronique monté sur un corps de carte se
caractérise en ce qu'il comprend les étapes sui-
vantes :

a) On fournit un cadre conducteur définissant
différents éléments conducteurs dont au moins
une partie forme des plages externes de
contact électrique de la carte ;

b) On fixe sur ledit cadre un matériau isolant
de renforcement de telle maniére que ledit
matériau ne recouvre ni lesdites plages ex-
ternes disposées sur une face externe dudit
cadre ni des zones de connexion disposées sur
la face interne dudit cadre conducteur ;

¢) On fixe sur ladite face interne du cadre
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conducteur une pastille semi-conductrice et on
relie électriquement les bornes de ladite pastilie
auxdites zones de connexion, par quoi on
obtient ledit module électronique ; et

d) On fixe ledit module électronique sur le
corps de ladite carte. '

L'invention concerne également un procédé de
réalisation d’une pluralité de cartes a mémoire
électronique comprenant chacune un module élec-
tronique monté sur un corps de carte qui se
caractérise en ce q'uil comprend les étapes sui-
vantes :

e) On fournit une bande en matériau conduc-
teur dans laquelle est réalisée une piuralité de
cadres conducteurs chague cadre conducteur
comportant une pluralité d’éléments conduc-
teurs séparés les uns des autres mais reliés
mécaniquement au reste de ladite bande, au
moins une partie de chaque élément conduc-
teur formant une plage externe de contact
électrique ;

f) On fixe sur ladite bande conductrice un
matériau isolant de renforcement de telle
maniére que ledit matériau de renforcement
recouvre une partie de chaque élément
conducteur de chaque cadre conducteur mais
ne recouvre ni lesdites plages de contact
externe desdits cadres conducteurs disposées
sur une face externe de ladite bande ni des
zones de connexion de chaque élément
conducteur disposées sur la face externe de
ladite bande ;

g) On fixe sur la face interne de chaque cadre
conducteur une pastille conductrice et on relie
les bornes de ladite pastille aux zones de
connexion dudit cadre ;

h) On sépare chaque cadre conducteur du
reste de la bande pour quoi on obtient des
modules électroniques ; et

i) On fixe chaque module électronique obte-
nu sur un corps de carte.

On comprend que gréce a l'adjonction du maté-
riau isolant la résistance mécanique du cadre
conducteur est considéralement augmentée ce qui
permet de le séparer aisément du reste de la bande
conductrice. Cependant cette technique ne pré-
sente pas le surcolt entrainé par I'utilisation d'un
circuit classique.

D’autres caractéristiques et avantages de I'inven-
tion apparaitront plus clairement a la lecture de la
description qui suit de plusieurs modes de réalisa-
tion de Pinvention donnés a titre d’exemples non
limitatifs. La description se référe au dessin annexé
sur lequel :

La figure 1 est une vue de dessus d'une
bande métallique usinée pour former plusieurs
cadres conducteurs ;

La figure 2 montre la bande métallique de la
figure 1 munie du matériau isolant de renforce-
ment ;
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La figure 3 montre en vue de dessous la
bande métallique de la figure 2 sur laquelle on a
fixé une pastilie semi conductrice ;

La figure 4 est une vue de dessus d'un
module électronique complet aprés sa sépara-
tion du reste de la bande métallique ;

La figure 5 est une vue en coupe verticale
montrant un premier mode de fixation du
module électronique sur le corps de carte ;

La figure 6 montre une variante de mise en
place sur la bande métallique de I'élément
isolant de renforcement ; et

La figure 7 montre une variante du mode de
fixation de la pastille semi-conductrice sur le
cadre conducteur.

En se référant tout d'abord aux figures 145, on va
décrire un premier mode de réalisation d’une carte
& mémoire selon I'invention.

La figure 1 montre, en vue de dessus, une portion
de bande métallique conductrice 10 dans laquelle
ont 6té réalisées des usinages pour définir une
succession de motifs identiques. Sur ia figure 1 on
voit le motif A et, partieliement les motifs B et C. La
bande 10 a, par exemple, une épaisseur de 0,1 mm
et une largeur de 16 mm. Elle est réalisée en cuivre
recouvert sur ses deux faces d’un dépét de nickel
de 3 micrometres d’épaisseur. Plus généralement
I'épaisseur de la bande conductrice est comprise
entre 0,075 mm et 0,25 mm.. Chaque motif, que 'on
appellera ultérieurement cadre conducteur, est
séparé du reste de la bande 10 par une fente 12. Le
cadre conducteur A ainsi séparé du reste de la
bande 10 a une forme générale rectangulaire de 12,8
mm sur 11,6 mm. Comme le montre la figure 1, la
fente 12 n’est pas continue. Elle est interrompue par
des "ponts” 14 qui relient mécaniquement le cadre
conducteur A au reste de la bande. De plus la bande
10 comporte des trous de repérage 16.

Le cadre conducteur A est séparé par des fentes
18 en plusieurs zones conductrices. Sur la figure 1
on a représenté les zones conductrices 20 a 34.
Chaque zone conductrice 20 & 34, comporte une
zone de connexion 20a & 34a proche du centre du
cadre conducteur, et une zone de contact 20b & 34b,
qui est proche de la périphérie du cadre conducteur.
Les zones de connexion 20a & 34a ont une surface
réduite par rapport aux zones de contact 20b a 34b.

La figure 1 montre que la zone de connexion 34a
est prolongée par une zone centrale 36. Les fentes
18 qui séparent les zones conductrices sont reliées
entre elles dans la région qui définit la zone centrale
36. L'autre extrémité de chaque fente 18 s'inter-
rompt dans I'un des ponis 14 qui relient le cadre
conducteur A au reste de la bande 10. Les différents
usinages décrits précédemment, fentes 12 et 18,
trous 16 peuvent avantageusement étre réalisés par
poingonnage, ce qui constitue une opération peu
onéreuse.

Dans I'étape suivante, illustrée par la figure 2, on
fixe sur la face supérieure ou externe 10a de la
bande métallique 10, une bande 50 en matériau
isolant : La bande 50 a une largeur nettement
inférieure a celle de la bande métallique 10 de telle
maniére qu'etle recouvre la zone centrale 36, et les
zones de connexion 20a a 34a mais qu'elie laisse
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dégagées les zones de contact 20b a 34b. La bande
isolante 50 a par exemple une largeur de 4,8 mm et
une épaisseur de 0,07 mm. Elle est par exemple
réalisée avec le matériau commercialisé sous la
marque Kapton. Une face de la bande 50 est enduite
d’un matériau adhésif. Il s’agit par exemple du
matériau commercialisé par la Société Dupont de
Nemours sous la marque PYRALUX. On fixe égale-
ment sur la face inférieure ou interne 10b de la bande
métalliqgue 10 deux bandes isolantes 52 et 54
disposées selon la méme direction que la bande 50
et de méme nature que celle-ci. Comme le montre la
figure 2, les bandes 52 et 54 laissent dégagées les
zones de connexions 20a et 34a et recouvrent la
plus grande partie des zones de contact 20b & 34b.
De plus on a prévu un certain recouvrement entre la
bande 50 et les bandes 52 et 54. On obtient ainsi une
bande métallique renforcée par les bandes isolantes
50, 52 et 54.

Pour chaque cadre conducteur, les zones de
contact 20b et 34b de la face supérieure 10a sont
dégagées alors que les zones de connexions 20a &
34a de la face inférieure 10b sont. également
dégagées.

Selon une variante de réalisation la bande métalli-
que 10 comporte seulement la bande isolante 50 ou
seulement les bandes isolantes 52 et 54.

Dans I'étape suivante on réalise, de préférence,
un dépét d'or sur les deux faces 102 et 10b de la
bande 10 dans les régions non recouvertes par les
bandes 50 4 54. On comprend gqu’on réalise ainsi une
économie substantielle par rapport a la technique
connue qui consiste a réaliser le dépdt d’or sur toute
la bande 10.

’étape suivante consiste a fixer sur la face
inférieure 10b de chaque cadre conducteur A une
pastille semi-conductrice 56. La pastille 56 est fixée
sur la zone centrale 36 du cadre conducteur. Selon
les pastilles semi-conductrices utilisées elles sont
fixées sur le cadre conducteur & I'aide d’un matériau
adhésif isolant ou conducteur. Puis on relie par des
fils conducteurs 58 chaque borne de la pastille 56 &
une zone de connexion 20a 4 34a de la face
inférieure 10b du cadre conducteur. Cette opération
est possible puisque les zones de connexion ne
sont pas recouvertes par les bandes 52 et 54 et
qu'elles ont été préalablement dorées.

Dans I'étape suivante on dépose sur la face
inférieure 10b du cadre conducteur une goutte de
matériau isolant adhésif 60 pour que ce matériau
enrobe la pastille 56 et les fils conducteurs 58
comme cela est visible sur la figure 5. On obtient
ainsi un module électronique complet constitué par
un cadre conducteur A et une pastille semi-conduc-
trice 56, le module électronique étant encore relié
mécaniquement au reste de la bande 10 par les
ponts métalliques 14 et par les bandes isolantes 50,
52 et 54. Cette bande peut donc étre manipulée
aisément.

Dans I'étape suivante on sépare les modules
électroniques de la bande 10 en découpant avec un
outil convenable les ponts 14 et les bandes 50, 52 et
54 au droit des fentes 12.

On obtient alors des modules électroniques 70
tels que celui qui est représenté sur la figure 4. Il
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comprend le cadre conducteur qui est constifué par
les huit zones conductrices 20 a 34 qui sont
électriguement séparées les unes des autres par les
fentes 18. La face supérieure du module électroni-
que 70 montre la portion découpée de bande
isolante 50 et, de part et d’autre de celle-ci, les
zones de contact dorées 20b & 34b. Sur la face
inférieure du module électronique on voit, dans la
région cenirale, le matériau isolant 60 dans lequel
est noyée la pastille semi-conductrice 56 et les
portions de bandes isolantes 52 et 54.

Dans la derniére étape on fixe le module électroni-
que 70 sur le corps de la carte. La figure 5 montre
une partie d’un corps de carte 72 muni d’une cavité
74 pour la mise en place du module électronique 70.
La cavité 74 est étagée. Elle comprend un logement
inférieur 76 pour recevoir la pastille enrobée 60 et un
logement supérieur 78 pour recevoir la cadre
conducteur. Dans le mode de fixation illustré par la
figure 5, les bandes isolantes 52 et 54 sont revéiues
sur leur face 52a, 54a non fixée sur le cadre
conducteur d’'un matériau adhésif bistable. Par
apport dénergie thermique localisé le matériau
adhésif est activé pour adhérer au fond du logement
supérieur 78. On obtient ainsi une trés bonne
solidarisation entre le module électronique 70 et le
corps de carte 72.

Pour améliorer encore la fixation du module
électronique sur le corps de carte on peut déposer,
avant la mise en place du module élecironique, une
goutte 80 de matériau adhésif sur le fond du
logement 76. Lors de la mise en place du module
électronique, la goutte 80 entre en contact avec le
matériau 60 d’enrobage de la pastille semi-conduc-
trice. Aprés polymérisation de la goutte 80 ie module
électronique 70 est fixé au corps de carte 72 non
seulement par les bandes adhésives 52 et 54 mais
également par la goutte 80.

Bien entendu d’autre techniques de fixation du
module électronique sur le corps de carte peuvent
éire mise en oeuvre. Par exemple on peut utiliser
celles qui sont décrites dans la demande de brevet
européen 254.640 déja mentionnée.

It découle de la description précédente que le
procédé de réalisation d’'un module électronique
selon la présente invention présente de nombreux
avantages par rapport aux techniques de [l'art
antérieur. Il évite 'utilisation du circuit imprimé qui
est onéreux. Gréace au renforcement du cadre
conducteur par la ou les bandes isolantes le
découpage du module électronique a partir de la
bande métallique peut se faire aisément malgré les
faibles dimensions des zones conductrices du cadre
conducteur. Lors de la réalisation du dép6t d’or sur
la bande métallique, les bandes isolantes servent de
masques pour limiter la zone de dép6t aux portions
des deux faces de la bande métallique ou il est
nécessaire d’avoir un bon contact ohmique, c'est a
dire les zones de connexion des fils conducteurs 58
et les zones de contact externe. En outre, comme ily
a un léger recouvrement entre la bande isolante 50
et les bandes isolantes 52 et 54, le matériau
d’enrobage 60 de la pastille semi-conducirice ne
risque pas de déborder sur la face supérieure du
cadre conducteur en passant par les fentes 18.
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La figure 6 illustre une variante du procédé de
fabrication du module électronique. On part d'une
bande métallique 10 identique a celle de la figure 1.
On ne la décrira donc pas & nouvead, et on a reporté
sur la figure 6 les références de la figure 1. On fixe
sur la face supérieure 10a de la bande métallique une
bande isolante 100. La bande 100 a une largeur L
supérieure a celle de la bande 50. En d'autres
termes la bande 100 recouvre non seulement les
zones de connexion 20b a 34a mais également la
plus grande partie des zones de contact 20a & 34b.
La bande 100 est en un matériau isolant photo
polymerisable par masquage et insolation de la
bande 100. Il s’agit par exemple du matériau
commercialisé sous la marque VACREL par la
Société Dupont de Nemours. Lorsque la bande
isolante 100 est fixée sur la bande métallique 10, on
définit des ouvertures 102 a 116 correspondant aux
zones de contact 20b a 34b . Les ouvertures 102 a
116 ont des dimensions correspondant aux normes
ISO ou AFNOR. L’avantage de ceite solution réside
dans le fait que la bande 100 ayant une plus grande
largeur le renforcement mécanique obtenu est plus
important.

En outre, lors de la réalisation du dép6t d'or la
surface libre est sensiblement égale 4 la surface utile
de contact électrique. Cela permet de réduire
encore le poids d’or nécessaire. Il va de soi qu'on
pourrait également fixer une bande isolante sur ia
face inférieure 10b de la bande métallique 10 et
réaliser dans la bande isolante, par masquage et
insolation, des ouvertures correspondant a la zone
cenirale 36 et aux zones de connexion 20a a 34a.

Dans la description qui précéde on a toujours
envisagé la réalisation simultanée de plusieurs
modules électroniques par une technique en bande.
Il va cependant de soi qu'on ne sortirait pas de
Iinvention si, pour des raisons particuliéres, on
partait d’'un cadre conducteur seul et qu’on fixait une
ou plusieurs portions de bandes isolantes sur la ou
les faces du cadre conducteur.

La figure 7 montre une variante de réalisation du
module électronique et plus précisément une va-
riante du mode de fixation de la pastille semi-
conductrice sur le cadre conducteur. Selon cette
variante on part d’un cadre conducteur, de préfé-
rence en bande, obtenu par le procédé décrit en
liaison avec les figures 1 et 2 ou par le procédé décrit
en liaison avec la figure 6. La figure 7 correspond au
procédé des figures 1 et 2.

Le cadre conducteur A est muni des portions de
bandes isolantes 50, 52 et 54. L.es bandes 52 et 54
laissent dégagées les zones de connexion 20a 4 34a.
(seules les zones 22a et 32a apparaissent sur la
figure 7) de la face inférieure 10b du cadre
conducteur. La pastille semi-conductrice 120 est
soumise & une préparation spécifique. Les bornes
de sortie de la pastille 120 sont réhaussées par des
plots métalliques tels que 122 qui font saillie hors de
la face 120a de la pastille 120. Les plats 122 sont
directement soudés sur les zones de connexion 20a
a 34a. Ce mode de connexion d’un circuit semi-
conducteur & des pistes conductrices est générale-
ment désigné par le terme anglo-saxon "bumping”.
Cette technique présente I'avantage d’éviter I'utilisa-
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tion de fils conducteurs qui peuvent consitituer un
point faible du module électronique.

La pastille 120 est ensuite enrobée dans un
matériau isolant 124. Le module électronique ainsi
obtenu est séparé du reste de la bande métallique et
fixé sur le corps de carte 126 par une des techniques
déja décrites.

Revendications

1. Procédé de réalisation d'une carte a
mémoire électronique comprenant un module
électronique monté sur un corps de carte
caractérisé en ce qu'il comprend les étapes
suivantes :

a) On fournit un cadre conducteur
définissant différents éléments conduc-
teurs dont au moins une partie forme des
plages externes de contact électrique de la
carte ;

b) On fixe sur ledit cadre un matériau
isolant de renforcement de telle maniére
que ledit matériau ne recouvre ni lesdites
plages externes disposées sur une face
externe dudit cadre ni des zones de
connexion disposées sur la face interne
dudit cadre conducteur ;

¢) On fixe sur ladite face interne du
cadre conducteur une pastille semi-
conductrice et on relie électriquement les
bornes de ladite pastille auxdites zones de
connexion, par quoi on obtient ledit mo-
dule électronique ; et

d) On fixe ledit module électronique sur
le corps de ladite carte.

2. Procédé de réalisation d’une pluralité de
cartes 4 mémoire électronique comprenant
chacune un module électronique monté sur un
corps de carte caractérisé en ce qu'il comprend
les étapes suivantes :

e) On fournit une bande en matériau
conducteur dans laquelle est réalisée une
pluralité de cadres conducteurs, chaque
cadre conducteur comportant une piura-
lité d’éléments conducteurs séparés les
uns des autres mais reliés mécaniquement
au reste de ladite bande, au moins une
partie de chaque éiément conducteur
formant une plage externe de contact
électrique ;

f) On fixe sur ladite bande conductrice
un matériau isolant de renforcement de
telle maniére que ledit matériau de renfor-
cement recouvre une partie de chaque
élément conducteur de chaque cadre
conducteur mais ne recouvre ni lesdites
plages de contact externe desdits cadres
conducteurs disposées sur une face ex-
terne de ladite bande conductrice ni des
zones de connexion de chaque élément
conducteur disposées sur la face externe
de ladite bande ;

g) On fixe sur la face interne de chaque
cadre conducteur une pastille conductrice
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8

et on relie les bornes de ladite pastille aux
zones de connexion dudit cadre ;

h) On sépare chaque cadre conducteur
du reste de la bande par quoi on obtient
des modules électroniques ; et

i) On fixe chaque module électronique
ainsi obtenu sur un corps de carte.

3. Procédé selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que, pour fixer ledit matériau isolant
de renforcement, on fixe sur la face externe de
la bande conductrice une premiére bande de
matériau isolant de renforcement pour laisser
dégager de part et d'autre de ladite bande
isolante lesdites plages externes de contact
électrique, et on fixe sur la face interne de la
bande conductrice une deuxieme et une troi-
siéme bande de matériau isolant de renforce-
ment pour laisser entre lesdites deuxiéme et
troisiéme bandes isolantes lesdites zones de
connexion et les zones de fixation des pastilles
semi-conductrices non recouvertes par ledit
matériau isolant.

4. Procédé selon ['une quelconque des
revendications 2 et 3, caractérisé en ce que
aprés la fixation dudit matériau isolant, on
réalise un dépdt d’or sur les faces interne et
externe desdits cadres conducteurs dans leurs
parties non recouvertes par ledit matériau
isolant.

5. Procédé selon la revendication 3, caracté-
risé en ce qu'il y a un recouvrement entre la
premiére bande isolante et chacune desdites
deuxiéme et troisiéme bandes isolantes.

6. Procédé selon l'une quelconque des
revendications 2 & 5 caractérisé en ce que, pour
fixer ledit matériau isolant on utilise un matériau
isolant comportant sur une de ses faces un
matériau adhésif.

7. Procédé selon la revendication 3 caracté-
risé en ce que lesdites deuxiéme et troisiéme
bandes isolantes sont adhésives sur leurs deux
faces et en ce que lesdites bandes sont fixées
par une de leur face sur ledit cadre conducteur
et en ce que ledit module électronique est fixé
sur ledit corps de carte par la deuxiéme face
adhésive desdites deuxiéme et troisiéme
bandes isolantes.
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